
证券代码：301511                                        证券简称：德福科技 

 

九江德福科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2024-002 

 

投资者关系活动类别 

 

☐特定对象调研 ☐分析师会议 

 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

 

现场参观 

 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人员姓名 参与开放日活动的投资者 

时间 2024年7月8日 15:00-17:00 

地点 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 

上市公司接待人员姓名 董事会秘书-吴丹妮、副总经理-杨红光 

 

 

 

投资者关系活动主要内容

介绍 

一、参观公司展厅 

二、交流环节 

1. 公司当前业绩如何？ 

答：公司二季度业绩较一季度亏损急剧收窄，生产开工率提升，

出货量较一季度增长近 6 成，具体业绩情况可以通过公司定期报告

了解。 

2. 公司除现有业务以外还有其他创新业务吗？ 

答：公司核心业务—电解铜箔的研发、生产和销售，分两大类：

锂电铜箔和电子电路铜箔。围绕主业，德福自产主业相关设备及耗

材。公司 6 月 26 日公告将设立电子化学品制造的相关项目公司，公

司锚定基础研发方面，核心添加剂涉及电化学、材料学的创新，本次

电子化学品公司的设立一为本业服务进一步降本，二为电子电路行

业高端产品涉及的添加剂发展开拓新思路。 

3. 未来的规划是什么？  

答：公司的长远规划着力于锂电铜箔和电子电路铜箔的高端差

异化竞争格局，专注两类应用场景高附加值产品的市场占有率，笃定

研发的持续投入，保持先身位优势。对内，降本＋降碳；对外，加速



客户渗透，特别在电子电路方向力推国产化进程，开拓东南亚市场。 

4. 公司目前的市场环境怎么样？ 

答：铜箔市场产能过剩，行业出清正处在焦灼期，锂电铜箔

单价回暖迹象不明显，因铜原料的上涨，产品轻薄化切换有增，下

游新能源增速放缓，锂电铜箔价格长期将处于博弈状态。电子电路

铜箔方面，高端产品增速加剧，下游 CCL\PCB 高端应用（高频、高

速）新增企业和产品，带动我公司 RTF、HVLP 等高端产品逐步上

量，未来 AI 服务器、工控医疗、高端消费电子、汽车雷达、天线

等高密度互联领域的应用将会增长。 

5. 员工的稳定性怎么样？ 

答：员工稳定性良好，逐年会有部分竞聘高学历、年轻化的

基层管理干部，并保有老员工的技能培训及人文关怀（具体详

见公司披露的 ESG 报告中的社会人文部分）。 

6. 如何看待铜箔行业产能过剩，德福的产能安排是怎样的？ 

答：公司产能到 2023 年末是 12.5 万吨，另 2.5 万吨产能在调

试阶段，也在逐步放量。总体产能按 30%电子电路铜箔 70%锂电铜

箔布局，其中有 10%的部分是柔性产线，在电子电路和锂电铜箔之

间切换生产。另有约 2 万吨锂电铜箔海外产能的规划。 

行业的总体产能是过剩的，但高端产品的产能仍然不足，国产

替代的空间很大，公司将会安排产线的更新以应对高端产品的增

量。另外，坚持差异化竞争格局和做足自身资金储备以应对产能出

清的延迟，德福从事电解铜箔近 40 年历程，经历过较多行业的波

动状态，唯有践行工匠精神，以应对市场高标准的迭变。 

8. 公司在 ESG 方面有哪些实践和计划？是否有专门的团队或

政策来确保环境保护和社会责任的履行？ 

答：公司上市首年主动披露 ESG 报告。成立了可持续发展

工作组，设立公司治理组、安全环保组、信息能源组、社会人

文组和供应链管理组，有效推进公司可持续发展管理工作的落

实；公司制定了包括应对气候变化、创新推动经济循环、支持

关爱员工发展、可持续商业运营等主题的可持续发展方向。并

制定了中长期的减碳规划。 

2023 年实现了 15.78%的清洁能源使用， 2024 年计划将

持续提高清洁能源比例至 30%。中长期规划 2030 年清洁能源比

例 70%，2040 年 100%。 

9. 请问贵公司 hvlp 铜箔产品水平？销量如何？？ 

答： HVLP 铜箔是高端高频高速线路板使用的主流产品，其按

照等级划分可分为 HVLP1、HVLP2、HVLP3、HVLP4 四代产品，目前

我司批量出货的 HVLP 产品已囊括了上述前三代产品，第四代产品

正在送样和验证阶段。性能方面，我司在售产品的性能均可满足客

户要求，其中 HVLP 三代产品在粗糙度、抗剥离强度和电性能水平

方面于日本三井金属的 SI-VSP 产品应用场景无异。在销量方面，

我司 HVLP 产品于 2022 年末开始向部分客户送样测试，2023 年开始

对客户批量供应，主要客户包括：深南电路、生益科技、胜宏科技

等。 

10. 公司的高频高速产品在行业的发展水平如何？ 



答：公司在高频高速产品均有布局，在高频相关的产品技术更

前沿，高频产品能够同时满足高频高速双特性，可对标日本三井、

卢森堡等公司竞品，可实现国产替代。 

11.能否介绍一下德福的两个实验室以及电子化学品的项目？ 

答：德福 2023 年研发费用支出 1.4 亿，在国内同行处于最高

水平。2018 年，设立珠峰实验室、夸父实验室。珠峰实验室专注于

高性能锂电铜箔的研发。夸父实验室专注于先进电子电路铜箔产品

的研发。两个实验室分别肩负锂电池和电子电路产品领域的创新、

赶超和研发成果的工业化转换。 

公司在九江瑞昌新设立的电子化学品项目是基于德福全资子公

司德思光电新材料的主营业务化学添加剂的业务拓展。目的，降低

铜箔关键原材料化学添加剂的产品成本，同时拓展添加剂在涉铜电

化学领域的成长空间，丰富产品矩阵，助力德思光电新材料子公司

新质发展。 

附件清单（如有） 无 

日期 2024年7月8日 
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